En Cok Rastlanan 10 Lehimleme Sorunu

Uretim seviyesinde PCB yapiyorsaniz, el ile bilesenleri manuel olarak lehimleme sansiniz yoktur.
Bu noktada, tamamen ¢iplak PCB'lerinizi imal ettirmek ve tiim elektronik malzemeleri onun {izerine
monte ederek lehimlemek i¢in igin iireticinize giivenmeniz gerekebilir. Bir lireticiyle yapilan veya
sizin iiretim siirecinin bir asamasi olarak; lehimleme islemi, yine de laboratuvarinizda
prototiplerinizde kullandigimiz prensiplere dayaniyor olsa da, simdi isin yapilmasi i¢in oyuna bazi
onemli makineler girer. Ancak bununla ilgili makineler kullaniiyor olmasi, bu islemin elle
yapilmaktan daha az hata egilimli oldugu anlamina gelmez. Uretim diizeyinde lehimleme, hala
dikkatle kontrol edilmesi gereken kesin bir bilimdir. Aksi takdirde, bu 10 lehim sorunundan
bazilarini ¢oziimlemeye ugrasirsiniz.

Dalga Lehimleme

Bu islem, bilesenleri elle lehimlemek zorunda kalmaktan ¢ok daha etkilidir ve ilgili makineler hem
TH-delikli ve hem de SMD-yiizey montaj bilesenlerini ayn1 anda (SMD igin 6nceden bir yapistirma
stireci uygulanmis olmalidir) lehimleyebilir.
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Kursunsuz Dalga Lehim Makinesi

Dalga lehimleme isleminde, resimde gosterildigi gibi bir dalga lehimleme makinesi kullanir. Bu
makine, bir ucundan girecek ve tizerinde yerlestirilmis elektronik malzemeler (Deliklerine takilmig
TH veya yapistiriciyla kiirlenerek sabitlenmis SMD) olan PCB'yi ve diger ucunda tamamen lehimli
olarak ¢ikartir. Bu baslangi¢ ve bitis noktalar1 arasinda asagidakiler de dahil olmak iizere gesitli
islemler otomatik uygulanir:

* Recine Uygulamasi: Kart ilk 6nce dalga lehimleme makinesinin baglangicinda bir konveyor
bandi iizerine yerlestirilir ve bir regine katmani uygulanir. Bu katman tiim bilesenlerinizi
temizler ve lehimin bilesenlerinizdeki pimlere ve pedlere diizgiin sekilde baglanmasini
saglar.

« On Isitma: Recine uygulamasindan gectikten sonra kartiniz on 1sitma bdlgesine gelir. Bu
islem, kart1 lehim dalgasina girmeden Once olabilecek termal soklar1 6nleyecek kadar 1sitir

* Lehimleme Dalgasi: Bu son asama, kartinizin sivi lehimleme dalgas: lizerinden gectigi
yerdir. PCB'nizin alt katmani, bir sivi lehim dalgasiyla temasa gegerek her bir bilesen ile
bunlarin ilgili delik veya pad/adacigi arasinda bir baglant1 olusturur.
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Dalga lehimleme siirecinin gorsel sekli; recineleme, on-isitma, chip dalga, duragan dalga.

Goriilecegi tizer, kendi kendine yeten bu dalga lehimleme islemi, flux/re¢ine uygulamasindan son
dalga lehimleme islemine kadar bir¢ok hata olasilig1 noktasina sahiptir. Bazi istenmeyen sorunlara
neden olabilecek bu islemlerin elektronik devre kartinizla birlikte nasil etkilesimde bulunabilecegini
asagida inceleyecegiz:

Not: Eger PCB kartinizda lehimleme sorunlar1 yasaniyorsa, her zaman sizin sugunuz
degildir. Evet, tasarim siireciniz sirasinda kartinizin tiretilebilirligini etkileyebilecek
olan, malzeme araliklari, oryantasyon, vb. gibi 6zel konular vardir. Ancak bunun
disinda, PCB kart {iretimi, dalga lehimleme islemi sirasinda ortaya ¢ikan durumlardan
dolay1 bir¢ok sorun ortaya ¢ikmaktadir ki fason iiretici tarafinda veya sizin tesiste ise
lehimleme stirecinde diizeltilmesi gerekenler var demektir.

Lehim sorunlar1 nedeniyle PCB'nizde sorun olusursa sugu hemen kendinize atmayin. Uretim sonras1
analiz islemi, bunun tasariminizdaki bir kusur mu, yoksa iireticinizin islemi veya materyalleriyle
ilgili bir sorun mu oldugunun ana nedenini ortaya koyacaktir. Siz veya iireticiniz kusur ararken,
saglikli bir lehim eklemi i¢in kafanizda ideal bir goriintii elde etmek her zaman iyidir. Asagidaki
ilkesel resimden ilham alabilirsiniz:

Wetting Angle:
40 to 70 degrees
From horizontal \

Smaoth, Shiny
Concave Surface

Saglikly bir lehim eklemi diizgiin yiizeyli ve 40-70 derece 1slama agilidir.



#1 — Solder Bridging / Lehim kopriisii

A

\

Entegrenin ilk iki bacagina bakiniz; bir lehim kopriisii olusturarak biribirine baglanmistir.
Bu tiir bir sorunun nedenleri sunlar igerebilir:
Bir tarafta biiyiik bilesenlerle birlikte diisiik agirlik dagilim sahip PCB tasarimu.
Pedler ve lehim maskesi katmani arasinda yeterli bosluk birakilmamis olmasi.

Ayni1 tip malzemeler ayn1 yonde yonlendirilmemis.

#2 — Lifted Components (Tombstone) /Kalkik malzeme

Dalga lehimleme sirasinda bir malzeme totem gibi kalkmustir.

Anakartinizda bir totem bileseninin bulunmasi, dalga lehimleme islemi sirasinda PCB tabanindan
yukar1 kaldirildig1 anlamina gelir. Bu bir totem/mezar tas1 gibi gériiniimle sonuglanir.

Bu tiir bir sorunun nedenleri sunlar1 igerebilir:

Gereginden uzun bir malzeme bacagi lehim banyosuna girerken yukar1 kalkmus.
PCB'nin esnemesi (biikiilebilir PCB) nedeniyle monte edilmis malzemelerin kalkik
lehimlenmesine neden olan dalga lehimleme.



Degisen 1s1l veya lehimlenebilirlik gereksinimleri olan malzemelerin kullanilmig olmasi.

#3 — Excessive Solder /Asir1 Lehim

Eklem noktasinda olusmus agirr lehim, yuvarlak sekline dikkat.

Eger kartiniz bir dalga lehimleme makinesinden geger ve ¢ok fazla lehim alirsa, eklemlerde agir1 bir
birikim olusur. Bu fazlalik hala elektriksel bir baglanti kuruyor olsa da, bu yuvarlak kiitlede neler
olup bittigini sdylemek zorlagir. Dolayisiyla istenmeyen bir durumdur.

Bu tiir bir sorunun nedenleri sunlar1 igerebilir:

Ayn1 tip malzemeler ayn1 yonde yonlendirilmemis.
Tasarim siirecinde yanlis kursun uzunlugu / ped orani kullanilmis olabilir.
Lehim makinesi konveyor kayist asir1 hizli ¢alisiyor olabilir.

#4 — Solder Balling / Lehim topcuklari

Malzeme pin'i civarinda olusmus bir lehim topu.



Lehim topu, kiigiik lehim pargaciginin dalga lehimleme islemi sirasinda PCB'nin yiizeyine
tuttunmasi seklinde meydana gelir.

Bu tiir bir sorunun nedenleri sunlar1 igerebilir:

Dalga lehimleme makinesinin lehimleme sicakligi ¢ok yiiksek.
* Ayrilma sirasinda lehim, lehim dalgasina geri diisiiyor ve tekrar PCB {izerine sigriyor
olabilir.

* Flux/regine 1sitildiginda olusan gazlar, lehim sivisinin PCB'ye geri sigramasina neden
olabilir.

#5 — Solder De-Wetting/Non-Wetting (Lehim 1slatma -
IslatMama)

Resimde 1slatmayan lehimden dolayi, olusmus, agiga ¢ikmis bakir, goriiliiyor.

PCB iizerindeki eklem noktalarinin ergimis lehim yayilmasiyla “islak™ hale gelmesi iyi bir seydir.
Bu, lehiminizin ideal bir s1vi durumuna ulastig1 ve bir bilesen ucuna veya pedine diizgiin sekilde
baglanabilecegi anlamina gelir. Bu 1slatma isleminde iki sorun olabilir. Birincisi, erimis lehimin bir
bacag1 ya da pedi kaplayip daha sonra, garip bir sekilde sekillendirilmis bir lehim kalintis1 birakarak
geri ¢ekilmesidir.

Ayrica, lehimin sadece bir yiizeye kismen bagh kaldig1 ve agiga ¢ikmis bakirt geride biraktigi
1slanmayan diurumlar olusabilir.

Bu tiir bir sorunun nedenleri sunlar1 igerebilir:

¢ Ureticinin malzeme stogu uygun ¢evrim hizina sahip olmadigindan rafta fazla beklemis.
Cogu parca, sadece yaklasik bir y1l lehimlenebilirlik raf dmriine sahiptir.

e Ureticiniz tarafindan kullanilmakta olan fluks/reginenin zamani ge¢mis olabilir ve kirk
saatlik kullanimdan sonra yogunlugu kontrol edilip dengelenmeli veya degistirilmesi tavsiye
edilir.

*  Piring parca pimlerinde kullanilan kaplama diizgiin bir sekilde bakir ile kaplanmamis
olabilir.



#6 — Lifted Pads / Kalkmis Pad'ler

Bu kalkmis pad muhtemelen iizerinde asiri ¢alismadan dolayidrr.

Bir bilegen yanlislikla lehimlenmisse ve sokiilmesi gerekiyorsa, bu, PCB'nizden bahsedilen
bilesenin pad'inin (Iehim adaciginin/pabucunun) kalkmasina yol agabilir.
Bu tiir bir sorunun nedenleri sunlar1 igerebilir:

» Bakir ile PCB plakasi arasindaki katmanin harap oldugu noktaya denk gelen asir1 yiiklenmis
ped eklemi.

Ince bakir katmanlari ile tasarlanan PCB'ler bu soruna daha yatkindur.

» Kartiniz, delik boyunca malzeme uglari igin diizgiin bir bakir kaplama tabakas1 almamis
olabilir.

#7 — Pin Holes & Blow Holes

Ufleme deligi bir PCB iizerinde olusan asiri nem birikimini disari atiyordur.

Pin delikleri ve iifleme deliklerinin tespiti kolaydir, sadece bir lehim baglantisindaki deligi arayin.
Bu delik, gozlemlediginiz katmandan i¢ katmanlara kadar uzanabilir ve hatta kartin alt kismindan
baglant1 sorunlarina neden olabilir.

Bu tiir bir sorunun nedenleri sunlar1 igerebilir:

e Ince bakir kaplamanin i¢inden kagmaya ¢alisacak olan tahtada asir1 nem olusmast.

* Benzer bir tipteki bilesenleri ayn1 yonde yonlendirmeyin, bu zayif bir bakir kaplama
islemine yol agabilir.

» Tasarim siirecinde ya ¢ok kiiciik ya da c¢ok biiyiik bir delik-delik oranina sahip.



#8 —

Solder Skips /Lehim atlama
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Lehimleme SMD'deki bir noktayt atlamas.

Adindan da anlagilacagi gibi, lehim bir ylizey montaj pad/adaciginin iizerinden gegerken lehim
atlamalar1 olabilir ve lehimlenmis olmayan bir alan ya da adacik birakabilir.

Bu tiir bir sorunun nedenleri sunlar1 igerebilir:

#9 —

Ureticiniz PCB ve lehim dalgasi arasinda yanlis bir dalga yiiksekligi kullantyor olabilir.

PCB'nin altindaki flux/reginenin gazi, lehimin bir baglantiya tam olarak yapigsmamasina
neden olabilir.

Tasarim siireciniz sirasinda, bir SMD malzeme i¢in uygunsuz/dengesiz boyutlarda
pabug/pad yerlestirilmis olabilir.

Solder Flags (Lehim bayragi, sinme, biyik)

PCB iizerinde dikkat ¢eken lehim siinmeleri.

Lehim bayraklar1 kendileri hala PCB {izerinde uygun bir baglant1 birakacak olsalar da, zayif
(niteliginden kaybetmis /yetersiz) re¢ine/flux uygulamasinin ve lehim drenaj sorunlarmin bir
gostergesidir ve kartinizdaki diger lehim sorunlarina da isaretl ediyor olabilirler.

Bir lehim ekleminden bu ¢ikintilarin nedenleri arasinda sunlar olabilir:

Lehim, dalga lehimleme makinesinden yavag akiyor ve bu asir1 bir lehim yiiksekligine yol
ac1yor.

PCB iizerinde biyik benzeri lehim izleri goriiyorsaniz tanimlanabilecek tutarsiz bir
flux/re¢ine uygulamasi.

Malzeme tedarikg¢iniz parcalarin tizerindeki kablo uglarini kesip uzun siire saklarsa, bu
oksidasyona neden olabilir ve lehimin niifuz etmesi zorluguna neden olabilir.



Karttaki koyu bolgelere dikkat ediniz.

Bu son lehimleme sorunu tamamen kozmetik bir konudur, ancak iireticinizin temel nedenini bulmak
icin zaman ayirmasi gerekir. Sebebi PCB'nizde, lehim rezist ve hatta dalga lehimleme makinasinin
konveyor bandi olabilir.

Bu tiir bir sorunun nedenleri sunlar1 igerebilir:

o Ureticiniz, ayn1 panelin dalga lehimleme piiskiirtmeleri arasinda farkl1 flux malzemeleri
veya daha yiiksek sicakliklar kullaniyor olabilir.

e Ureticiniz lehim maskesi tipini veya kalmligin1 bir lehimleme déngiisiiniin orta yerinde
degistirmis olabilir.

¢ Ureticiniz aym dalga lehimleme siirecinde PCB partilerini karigtirmus olabilir.

Yorum
Harika bir PCB tasarimini mahvedebilecek en ¢ok rastlanan 10 lehim sorunundan soz ettik.

Yukarida anlattigimiz sorunlarin, ortaya ¢ikmasi durumunda mutlaka sizin sugunuz olmadigini
unutmayin.

Uretim igin Tasarim (DFM) en iyi uygulama silsilesini (best practises) takip ediyorsaniz, sorun
ireticinize aittir. Siiphesiz, bu lehimleme konularinin tiimii tetkik asamasinda {ireticinizce
tanimlanmis olmalidir.

Bir sorun bulunursa; dalga lehimleme siirecinde bir sorun mu yoksa tasariminizla ilgili bir sorun
mu, kok nedenini bulma islemidir.

Kendinizi oyunun 6niinde tutmak (pro-aktif) ve lehimleme sorunlarindan kaginmak igin iireticinizin
en iyl uygulama silsilesini yerine getirdiginden emin olmak i¢in her zaman bir DFM- Uretim i¢in
Tasarim kontrol listesini elde hazir bulundurun.

Bu sekilde, her seferinde ilk seferindeki gibi iyi bir PCB elde edebilirsiniz.
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